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第３回デジタル人材育成推進協議会

令和５年９月１５日

令和５年度 大学・高専機能強化支援事業
（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）

熊本大学の取組について

m-okui
スタンプ



大学院 自然科学教育部

【修士】 半導体・情報専攻 入学定員120名
※既存の専攻からの振替（情報系）50名+定員増70名

【博士】 半導体・情報専攻 入学定員２２名
※既存の専攻からの振替22名（情報系から5名+他分野から17名）

教員組織

高度情報・半導体人材育成の全体像

法学部

人文社会科学
研究部等
（法・医）

理学部

半導体・デジタル研究教育機構

半導体部門

総合情報学部門

○3次元実装技術の
研究開発推進

○次世代LSIデバイス
の研究開発推進

○次世代イメージセン
サの研究開発推進

○次世代半導体材
料研究開発推進

○半導体製造ＤＸ
の実践的研究

○先進半導体プロ
セス研究推進

○機械学習を用いたビッグデータ解析等
〇応用数理（非線形解析などの決定論、
確率・統計解析などのランダム理論等）
○人工知能技術、eラーニングを応用し
た教育等

R5.4設置

情報融合学環

ＤＳ半導体コース 募集人員20名

ＤＳ総合コース 募集人員40名

入学定員60名（学部等連係課程）

R６.4
設置

定員10

先端科学
研究部
（理・工）

熊本県立大学

東海大学

大学等連携推進法人

R7.4 設置構想

定員10

半導体デバイス工学課程R６.4
設置

入学定員20名（工学部課程制）

３年次編入学 20名増 ※R５定員増

定員40

工学部

※R6に半導体デバイス工学課程に定員割当

高度情報
専門人材の

輩出増

令和5年度 大学・高専機能強化支援事業（ハイレベル枠） 熊本大学全体計画

デジタル・半導体分野で
活躍する高度情報専門
人材、研究者を輩出

IT関連企業・半導体
関連企業等
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学
士
課
程

・3次元実装技術の高度化
・地域企業と連携した共同研究型
インターンシップ

・海外大学等のトップレベル人材
による特別講義

専任教員
・研究指導

専任・兼担
教員

専任教員
（連携開設科目）

熊本高専・久留米高専
（DDP・インターンシップ等）

米国政府

（語学カリキュラム構築支援等）

（カナダ）（ベルギー） （チェコ） 台湾の半導体研究大学・企業 etc...

国内外の大学・機関等との連携

世界トップ
研究者

研究者
アカデミア人材

進学

高度情報
専門人材

高度情報
専門人材

学環に定員割当



高度情報・半導体人材育成の全体像令和5年度 大学・高専機能強化支援事業（ハイレベル枠） 熊本大学全体計画
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R5.4
（2023）

R6.4
（2024）

R7.4
（2025）

R8.4
（2026）

R10.4
（2028）

・
工
学
部
３
年
次
編
入
定
員
増

・情
報
融
合
学
環

設
置

・工
学
部
半
導
体
デ
バ
イ
ス
工
学
課
程

設
置

研究の高度化

R9.4
（2027）

・人
材
輩
出
（工
学
部
半
導
体
デ
バ
イ
ス
工
学
課
程

３
年
次
編
入
学
者
）

・人
材
輩
出
（情
報
融
合
学
環
入
学
者
）

（工
学
部
半
導
体
デ
バ
イ
ス
工
学
課
程
入
学
者
）

・人
材
輩
出
（工
学
部
３
年
次
編
入
学
者
）

・半
導
体
・
デ
ジ
タ
ル
研
究
教
育
機
構

拡
充

産学官共同研究や
国内外の研究機関

企業と連携

・
熊
本
高
等
専
門
学
校

久
留
米
高
等
専
門
学
校

・人
材
輩
出
（半
導
体
・情
報
専
攻
（修
士
）入
学
者
）

・人
材
輩
出
（半
導
体
・情
報
専
攻
（博
士
）入
学
者
）

・
半
導
体
・
デ
ジ
タ
ル
研
究
教
育
機
構

設
置

・TSMC 着工 ・TSMC 工場稼働 ・Rapidus 工場稼働

・大
学
院
自
然
科
学
教
育
部

半
導
体
・情
報
専
攻
（修
士
）
設
置

・大
学
院
自
然
科
学
教
育
部

半
導
体
・情
報
専
攻
（博
士
）
設
置半導体・デジタル

研究教育機構

先端科学研究部

自治体や企業と連携
した地域課題PBL、半
導体関連企業におけ
るインターンシップ等

の実施

半導体分野及びデジタ
ル分野で活躍する高度

専門人材、研究者を輩出

情報融合学環

■令和８年度修了者
→高度半導体・情報専門

人材・修士課程
108名/年以上輩出

■令和９年度修了者
→博士課程

22名/年輩出

KPI

101
207

314

484

684

R5 R6 R7 R8 R9

UP

企業等への高度情報・半導体人材の
累計輩出数

工学部
半導体デバイス工学課程

実践的･専門的教育

約 ％進学

約30％就職

と
の
ダ
ブ
ル
デ
ィ
グ
リ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
始

国内外の大学・機関等、地域と連携し、
高度情報・半導体人材を育成

高度情報・半導体人材の育成

大学院自然科学教育部
半導体・情報専攻（修士・博士）

同時設置の理由

学年進行で大学院を設置すると博士人材
の輩出は令和13年4月となる。国の産業政
策や地域ニーズにスピード感を持って応
えるため、半導体・情報専攻（修士・博
士）を同時設置し、いち早く社会に高度
専門人材を輩出する。



高度情報・半導体人材育成の全体像

R7年度
70名純増既存の高度情報人材育成

に係る入学定員（目安）

50名

増員後の高度情報専門
人材に係る入学定員

120名
（半導体・情報専攻設置）

【修士課程】

既存の高度情報人材育成
に係る入学定員（目安）

5名

増員後の高度情報専門
人材に係る入学定員

22名

R7年度
17名増

(既存専攻からの
振替)

（半導体・情報専攻設置）

【博士課程】

高度情報専門人材の増員計画

既存の(高度)情報人材育成
に係る入学定員（目安）

105名

増員後の(高度)情報専門
人材に係る入学定員（目安）

185名

R6年度
80名増

(他学部等から
の振替)

（情報融合学環、工学部半導体
デバイス工学課程設置）

【学士課程】
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（工学部）

(大学院自然科学教育部）

(大学院自然科学教育部）

令和5年度 大学・高専機能強化支援事業（ハイレベル枠） 熊本大学全体計画

※R5時点



高度情報・半導体人材育成の全体像半導体・情報専攻（博士前期課程・博士後期課程）の特色①

人工知能工学特論

…

計算力学特論 信号・画像処理特論 半導体工学特論

修士論文の審査及び最終試験 → 学位授与（修士 工学または情報学）

３１単位以上修得

専門応用科目

情報・数理工学教育プログラム 半導体工学教育プログラム

システム制御工学特論

統計科学特論 情報数学特論ﾃﾞｰﾀﾏｲﾆﾝｸﾞ特論 データ工学 情報理論応用

計算機ｾｷｭﾘﾃｨ特論 プログラム言語論 ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習

インターンシップ
※米国シリコンバレー、オランダASML等

インターンシップ
※米国シリコンバレー、オランダASML等

先端科学特別講義 プロジェクトゼミナール

特別プレゼンテーション

科学技術と社会 現代社会理解 科学英語演習科学英語演習
※米国政府と共同開発

各教育プログラムの学生が共通して学ぶ専門科目（選択必修）

教養教育、英語教育等

学外学修

専門基盤共通科目

専攻共通科目

ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ実習

…

ナノ構造デバイス工学

誘電体材料工学…

専門応用科目

…

３１単位以上修得

JASMJASM

ソニーセミコンダクタ
マニュファクチャリング
ソニーセミコンダクタ

マニュファクチャリング

東京エレク
トロン

東京エレク
トロン

京セラ京セラ

ルネサスエレ
クトロニクス
ルネサスエレ
クトロニクス

富士通富士通 NECNEC

日立製作所日立製作所

三菱電機三菱電機

IBMIBMMicrosoftMicrosoft

AppleApple

サイバー
エージェント

サイバー
エージェント

トレンドマイクロトレンドマイクロ

想定される出口（博士課程進学を除く）

IT関連企業 半導体関連企業

「DX × 半導体」として、
どちらのプログラムにおい
ても、専門基盤共通科目で
AI、DS関連科目を学ぶ環
境を構築。

本専攻で学んだ学生は、
高度情報・半導体人材とし
て、IT関連企業から半導体
関連産業まで幅広に就職で
きる構想。

等

ソフト
バンク
ソフト
バンク

①DXと半導体を融合した
教育プログラムの構築

【博士前期課程】
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高度情報・半導体人材育成の全体像半導体・情報専攻（博士前期課程・博士後期課程）の特色②

機械学習特論

…

集積システム設計集積システム設計
工学特論

システムソフトウェアシステムソフトウェア
特論

パワーエレクトロニクスパワーエレクトロニクス
特論

博士論文の審査及び最終試験 → 学位授与（博士 工学または情報学）

１２単位以上修得

専門応用科目

コンピュータコンピュータ
アーキテクチャ特論

組合せ論特論 グラフマイナー・構造理論特論多変量解析特論 データ工学特論

情報通信基盤セキュリティ特論 時系列解析特論

先端科学特別講義 プロジェクトゼミナール

特別プレゼンテーション

科学技術と社会 現代社会理解

各教育プログラムの学生が共通して学ぶ専門科目（選択必修）

教養教育、英語教育等

学外学修

専門基盤共通科目

専攻共通科目

…

ナノ構造応用工学

半導体特別実習…

専門応用科目

…

１２単位以上修得

画像情報処理 マルチモーダル情報処理特論

多元情報計測処理特論

先端情報・応用数理工学教育プログラム 先端半導体工学教育プログラム

JASMJASMソニーソニー

日立製作所日立製作所

IT関連企業 半導体関連企業

想定される出口

国内外の大学・研究機関（アカデミア）

等

インターンシップ
※米国シリコンバレー、オランダASML等

インターンシップ
※米国シリコンバレー、オランダASML等

科学英語演習科学英語演習
※米国政府と共同開発

ASML
（オランダ）

ASML
（オランダ）

TSMCTSMCMicrosoftMicrosoft AppleApple

IntelIntelGoogleGoogleMetaMeta

Yahoo!Yahoo!

AdobeAdobe

AMAT
（アメリカ）

AMAT
（アメリカ）

サムスン電子サムスン電子

教育プログラムの構成に
ついては、修士課程と同様
に「DX ｘ 半導体」の相乗
効果をにらんだ構成。

博士後期課程では、研究
型海外インターンシップや
英語教育の充実を想定して
おり、特にグローバル企業
への就職等に貢献。

【博士後期課程】
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育成する人材像とカリキュラム編成方針育成する人材像とカリキュラム編成方針半導体・情報専攻（博士前期課程・博士後期課程）の特色③

国立台湾大学

国立清華大学

「半導体製造プロセス」の領域は、世界において台湾が優位の分野。
台湾の国立重点大学であり、「半導体学院（大学院専門課程）」を設置している4大学
では、世界トップレベル研究者による AI、ビックデータ、IoT、スマート製造、持続
可能な開発、グリーン科学技術及びカーボンニュートラル等「情報(informatics)」の
概念を取り込んだ教育・研究を実施。

・MOUの締結
・ダブルディグリープログラムの設置 等

台湾の国立重点大学との連携

世界トップレベル企業との連携

・米国政府との関係を発展させ、シリコンバレーでの実践型インターンシップを実施。
・オランダ政府やTSMCと連携し、半導体関連企業への海外インターンシップ・共同

研究を実施。

②国際的な連携による高度情報・半導体人材の育成

米国政府 米国政府と英語教育カリキュラムの共同開発

英語教育において、在福岡米国領事館から語学を中心とする
学修支援（English Language Specialist Program）の提供
があり、米国の大学から講師を招聘し、英語カリキュラムに
導入。なお、同プログラムは、日本の大学で初めて選定され
たもの。
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くまもとＤＸ人材育成プラットフォーム

教育プログラム検討委員会

議論の場(意思決定の場)

産業界のニーズを反映した教育プログラムの構
築、実施

会員企業のニーズに基づく教育プログラムに対する
提案、教育プログラム実施における人材面の協力

ＤＸ推進企業としての知見に基づく教育プログ
ラムに対する提案

スマートシティ推進に必要と
なる人材確保の観点からの教
育プログラムに対する提案

・県内のＤＸの推進や半導体人材の確保の観
点からの教育プログラムに対する提案
・人材育成に必要となる産学官の連携体制の
充実・強化

• ３大学それぞれの教育プログラムの内容を具体化するとともに、
連携実施カリキュラムの制度設計を行う。

（熊本大学、熊本県立大学、東海大学、熊本経済同友会、肥後銀行、熊本県工業連
合会、熊本県情報サービス産業協会、熊本県）

リカレント教育

SPARC
文理横断型

学位プログラム

女性の学び直し

熊本大学
熊本県立大学

毎年、リカレント教育を評価
し、社会の状況へ対応するとと
もに、必要に応じて学位プログ
ラムへも反映

学

産 金

官

産

官

ショートタームの
PDCAサイクルを実現

੝ 

ఒ

੝
ఒ

人材像設定

共同研究
オープンイノベーション推進
大学発ベンチャー育成
インターンシップ促進
就職活動支援
留学生支援
奨学金支援

評価

（事業協力大学）（事業責任大学）（事業参加大学）
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学士課程「情報融合学環」では、くまもとＤＸ人材育成プラットフォーム教育プログラム検討委員会において、産学官金のニーズを踏ま
えた連携カリキュラムの制度設計を実施している。このノウハウを活かして、同委員会において、企業ニーズを踏まえたカリキュラムの
改善を実施する計画。

③産学官金のニーズを踏まえたカリキュラムの改善

育成する人材像とカリキュラム編成方針育成する人材像とカリキュラム編成方針半導体・情報専攻（博士前期課程・博士後期課程）の特色④


